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El presente invento se refiere a un método pa-
ra encapsular componentes eléctricos en un material pléastico
endurecible dentro de un molde, el cual queda, después de que
el componente ha sido empotrado, formando una cubierta.

Es conocido desde hace tiempo cémo encapsular
componentes, especialmente condsnsadores, en material plasti-
co endurecible, por ejemplo rssina epoxidica. En estos casos,
los componentes han sido colocados en moldes independientes,
que son llenados, por separado con material plistico liqui-
do y, a continuacidn, curados. Un problema muy grande cuando se
rellenan los moldes, ha sido dosificar la cantidad de mate-
rial plastico liquido con que han de llenarse laos diferentes
moldes, debido al hecho da que los componentes pueden tener
volimenes variables. A causa de esto y a causa de la contrac-
cifén de la resina durants el curado, 8s a menudo necesario
realizar el vertido dos veces, con un curado intsrmedio. Cuan-
da se empotra un componente en un material plastico liquido,
resulta diffcil evitar burbujas de aire en el material. Usual-
mente, estas burbujas de-aire son sliminadas por vertido ba-
jo vaci{o o colocando el molde en un vacio despuds del llena-

do. Los moldes separados son dificiles de llenar en vacfo,
especialmente si son pequefios, Naturalmente, se han reunido

varios moldes en un bastidor de soparte a fin de facilitar
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la manipulacidn, pero el problema de centrar el tubo utili-
zado pera el vertido, permansce aln, Durante la manipulacidn
en vacio, después del llenado, la resina rebossré debido a
la spxpensién de lzs burbujas de aire.

Cuando se empotran componentes ds acuerdo cohn
métodos conocidos, los alambres de conexién han sido vusltos
hacia arriba o han sido colocados a través de agujeras en el
fondo del molde. En el primer caso, sexiste sl rissgo de gue
los alambres de conexién sean conteminados por 8l material
plistico endurecible durante el llenado y, ademis, su distan
cia mutua no estd muy bien definida. En el Gltimo caso, ss
svitan estas desventajss pero entonces se plantes el proble~
ma de insertar los alambres de conexidn a través de lcs agu=
Jeros del fondo del molde. Los alambres de conexidn deben ser
francamente largos y se produce un desperdicio considarable

cuando son cortados a la longitud normal.

Todas estzs desventajas pusden ser evitadas
cuando se utiliza el método de ascuerdo con el presentse inven
to, cuyas caracteristicas aparscen en las reivindicaciones

adjuntas,

El invento se describiré con mayor detalle en

relacidn con los dibujos adjuntos, en los que:

La fig. la muestra una seccidn diagonal trens-
versal y la fig. 1lb muestra una vista inferior de un conden-

sador encapsulado, hecho por medio del procedimiento,
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La fig. 2 musstra un esquema en psrspectiva
de un molde cuando se insertan los componentes en sus cép-
sulas y

La fig. 3 muestre un esquema en perspectiva
del molde durante la operacidn cuando cada componente sncag
sulado @s liberado.

En la fig. 1, 10 indics un componente, en este
caso un cusrpo de condensador. El cuserpo de condensador esté
provisto de contactos terminsles 11, 12 a los que est%n uni-
das las partes curvas 15, 16 des los alambres de conexidn 13,
14, por ejemplo por soldadura. El cuerpo 10 del condensador
es colocado en una capsula 17, hecha de material plastico,
preferiblemente un material termopladstico con un punto de re
blandecimiento suficientemsnte elevado para dirigir el cura-
do. ED ai fondo de la capsula hay agujeros a través,dg los
cuales saon hechos pasar los alambres conductares. Adémés, hay
cabezas 19 que forman separadores gue mantiensn sl componen-
te lejos del circuito impreso durante el montaje. 7

La cépsula 17 ss llenada con un material plés-
tico endurecible 20, par ejemplo plistico epoxidico, que fi-
je el cuerpo del condensador y los alambres conductores en
le cépsula y constituye una proteccidn mecénice y eléctrica.

Un condensadar con este disefio gensral es de
por si conocido, pero es dificil producirlo con métodos cong

cidos. Las figs. 2 y 3 ilustran un nuevo metodo para producir
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un componente encapsulado con ests disefo, y un molde utili-
zado para el método, Un molde 21 consiste en una entrada 22
en forma de canal, en el fondo de la cual hay varias cavida
des que forman moldes o cépsulas 15a, 15b,... para los com-
ponentes. La entrada y las cépsulas son producidas en una sg
la pieza, por ejemplo de resina termopléstica, por moldeo
por soplado o por moldeo por inyeccidn..Es aconsejable que
el termopléstico utilizado por ejemplo polipropileno, sea re
lativamente blando, porque, entonces, los agujeros 1B pueden
ser de medida algo inferior o pueden estar provistos de una
delgada cubiesrta, Entonces, se obtiene un cierto cierrs élrng
dor de los alambrss conductores 13, 14,

El procedimiento de fabricacidn se inicia empuy
jando dos alambres conductores 13, 14, desde abajo, dentro
de los agujeras 18 del fondo de la céapsula, como se ha mdst;g
do en la cépsula 15 m., Los alambres son obtenidos de bobinas
0o carretes de alimentacidn 23, 25. Los alambres conductoreé
13, 14 son alimentados hasta ligeramente por encima de la en
trada 22 de vertido. En esta posicidn 25, los alambres son
curvados en un &ngulo de 90¢, 15, 16 y son unidos a los con~
tactos terminales 11, 12 del cuerpo de condensador 10 por sol
dadura fuerte o blanda. Luego se tira hacia atrés de los alam
bres conductores 13, 14, hasta que el cuerpo del condensador
estd en la posicidn apropiada en la cépsula y los alambres

conductores son cortados a la longitud deseada, comsc se ha
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mostrado en la capsula 15 n. Cuando los cuerpos de condensa-
dor han sido colocados apropiadamente en todas las céipsulas
del molde, ésts es colocado bajo vacio y un material plésti-
co endurecible adecuado es vertido en la entrada 22. A ?in
da llenar todes las cépsulas apropiadamente, se alimenta un
exceso de material pldstico endurecible, de modo gue una cier
ta centidad permanszcs en la entrada, por sjemplo al nivel 30
indicado en la fig. 3. Después del relleno, el material plés-
tico endurecible ss cura, preferiblemente en calienteﬂ‘Final—
mente, la entrada y les partes superfluas de las cépsulas, si
las hay, son cortedss, por sjemploc con una hoja de sisrra 31,
como 8e ha mostrado en la fig. 3. |

El método de acusrdo con el invents es muy aprg
piado para la produccidn sutomética cuando los difsrentes mo-
mentos que se han descrito antes son realizados en difsrentes
puestos de una miquina automdticas. Entonces puede ser conve-
nisnte formar &l molds como una pista larga, 7

Fsta solicitud que corresponde a la presentada
en Suscia, el 19 de Septiembre de 1974, bajo el N8 74,11786-2
se acoge a los bensficios del Artfculo 51 del vigente Estatu-

to sobre Propiedad Industrial,

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva que se



presentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencién en Espaffa, por VEINTE affos, son los que se re-
cogen en las reivindicacioness siguientss:

l2.- Método para encapsular componentes eléc-

5 tricos en cédpsulas en formade botes, llenas con un material
pléstico endurecible, en el que los alambres de conexidn del
componente son pasados a través de los fondos de las cépsulas,
caracterizado porque los componentes son insertados en un gran
nimero de cépsulaatprouistas de una entrada de vertido comin;

10  porque las cdpsulas son llenadas con un material pléstico en-
durecible liquido, vertiendo dicho material en la entrada,
en exceso, bajo vacio; porqus dicho material es curado y por-
que la entrada de vertido, junto con el exceso del material
plistico endurecide, es separada de los componentes encapsu-
15 lados,
28,- Método de acuerdo con la reivindicacién
12, caracterizado porque los alambres de conexidn son inser-
tados desde abajo a través de un agujero del fondo de la cép-
sula y son empujados por encima de la entrada de vertido; por-
20 que un componente es conectado a los alambres de conexién y
porque se tira de los alambres hacia atris, hasta que el com-
ponente estd en la posicién apropiada en la cépsula, y porque
los alambres de conexidn son entonces cortados a la longitud

deseada.
25 Ja,- "METODO PARRA ENCAPSULAR COMPONENTES ELEC~

(
N -

10,12.75 a7 -



TRICDS".

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos gque se ac':qmpaﬁan y

para los fines que se han sspscificado.

5 Esta Memoria consta de ocho hojas escritas
a madquina por una sola cara,

Madrid, 24 Big, 1275
P.A.
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